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行业概况与核心功能
电子布作为电子信息产业的“隐形骨架”，其性能直接决定了高端电子设备的效能。本章节将深入
解析电子布的产品定义、核心功能及下游应用场景，揭示其在现代科技产业链中的基石地位。



电子信息产业的“隐形骨架”

01

材料构成
由直径不足 9微米的电子级玻璃纤维纱
经精密交织制成，是一种高端工业织物。

02

核心特性
具备高精度、低介电、高耐热、高绝缘、
低膨胀等优异特性，是普通玻纤织物无
法替代的。

03

规格分类
主要分为普通 E布、低介电（ Low-
Dk）布、低膨胀（ Low-CTE）布、石
英（ Q）布四大品类，技术壁垒逐级升
高。

电子布产品定义



承载电子设备的结构与信号

三大核心功能
在 PCB中承担机械支撑、电气绝
缘、信号传输三大核心功能，是
电子设备正常运行的基础。

01 下游应用场景
广泛应用于 AI算力服务器、数据
中心、 5G/6G基站、智能手机、
新能源汽车电控系统等高端电子
产品。

02 AI服务器需求
单台 AI服务器 PCB用量是传统服
务器的 3-5倍，对超薄、低介电
等高端电子布的需求呈爆发式增
长。

03

核心功能与应用



市场规模与价格波动
在 AI算力需求的强力驱动下，电子布行业迎来了历史性的景气周期，价格实现翻倍上涨，市场

规模持续扩张。本章节将聚焦市场数据，剖析价格波动的现状与趋势。



行业进入高增速发展阶段

2025年市场规模
•中国电子布行业市场规模已成功突破 180亿
元，行业整体进入规模化、高增速发展阶段。

01

2026年市场预测
•预测 2026年国内电子布市场规模将攀升至
200-220亿元区间，同比增速维持 11%-22%
的高位增长水平。

02

增长核心动力
•AI服务器、 5G基站、汽车电子等下游领域
的需求爆发是市场规模持续扩张的核心驱动
力。

03

市场规模持续扩张



供需紧平衡下的五轮提价

提价历程
截至 2026年 6 月初，国内市场主流规格电子布已完成年内 5 轮集体提
价，行业均价从 3.7元 /米暴涨至 7.4元 /米，涨幅达 100%。

结构性涨价
高端产品涨幅更大，低介电布、石英布因供需缺口突出，市场涨幅普遍突
破 120% ；普通 E布涨幅维持在 80%-100%。

库存降至低位
当前行业库存水平已降至 7-12 天的历史低位，远低于 30 天的常规安全库
存标准，加剧了现货紧张局面。

价格翻倍暴涨



全产业链结构剖析
电子布行业产业链各环节壁垒分明，从上游原材料到下游终端应用，形成了“上游卡设备、中游

卡技术、下游强需求”的典型结构。本章节将逐一拆解产业链各环节的现状与瓶颈。



产能扩张的核心制约因素
01 核心原料

电子纱是电子布的核心原料，也是主要成本来源，其生产依赖叶腊石、高
纯石英砂等矿物原料。

02 供给瓶颈

国内电子纱行业集中度高，但供给弹性不足；高端织造设备高度依赖进口，
交付周期长达 18-24 个月，是产能扩张的主要瓶颈。

03 成本传导

2026年国际原油价格上涨，带动双酚 A、阻燃剂等配套化工辅料价格涨
幅超 40%，进一步推高生产成本。

上游：原料与设备



技术分层明显的价值核心

01 技术壁垒
高端电子布对介电常数、热膨胀系数、平整度等
指标要求严苛，需要长期工艺积累，技术突破难
度大。

02 产能缺口
2026年上半年国内电子布新增需求折合产能
12.7亿米，有效新增产能仅 4.3亿米，整体供需
缺口达 8.4亿米。

03 产品分化
中低端普通 E布已实现国内规模化生产，但供给
出现 10%-15% 缺口；高端产品国产化率不足
20%，供需形势更为紧张。

中游：织造与加工



AI算力驱动的需求核心

核心需求
AI服务器是本轮行业增长的核心动力，
2025年全球高端 AI服务器出货量大幅增
长，带动高端特种电子布需求增速突破
50%。

01

需求结构
下游形成以 AI算力为核心，消费电子、
汽车电子、通信设备协同发力的需求格局，
对电子布的性能和数量提出更高要求。

02

国产替代
受全球供应链安全等因素影响，国内头部
企业逐步减少海外高端电子布采购，转向
国内优质供应商，加速了国产替代进程。

03

下游：覆铜板与终端



供需格局深度解析
当前电子布行业已进入 AI算力驱动的结构性高增长新阶段，需求总量持续扩张，而供给端则因

多重壁垒锁死产能，短期内无扩容空间，形成了极致的供需错配。



AI重构行业增长逻辑

总量扩张
行业整体需求持续扩张，国内电子布月度供
需缺口达 800-900 万米，全年整体缺口预估

接近 3亿米。

01

结构升级
需求分化极为明显，低端普通布需求稳步增
长，而 AI 专用石英布、低介电布需求则呈现

爆发式增长。

02

客户锁定
下游客户为保障供应链安全，纷纷锁定长期
采购订单，进一步加剧了现货紧张格局，推

动价格持续上涨。

03

需求端：结构性爆发



四重壁垒制约产能释放

S
设备交付壁垒

高端进口织机、后处理设备交付周期长达
18-24 个月，且全球设备产能紧张，新增产
能至少需至 2027年下半年才能逐步释放。

W
生产工艺壁垒
电子布池窑生产线需 24 小时不间断高温燃
烧，从基建到量产达标，整体周期长达 18-
24 个月。

O
客户认证壁垒

高端电子布需通过下游企业 2-3年的长期认
证，新进入者无法快速切入核心供应链。 T

全球产能调整
日本、中国台湾地区头部企业持续关停普通
E布产能，转产高毛利的高端电子布，导致
中低端市场供给持续收缩。

供给端：产能被锁死



核心企业与竞争格局
全球电子布产能主要集中于日本、中国台湾、中国大陆三大区域，行业呈现“高端海外垄断、中

低端国内主导”的分层竞争格局。本章节将梳理核心企业动态与行业竞争壁垒。



高端垄断与中低端主导并存

高端市场
日本日东纺、旭化成等企业凭借技术积累，垄
断全球高端低介电、石英电子布市场，占据高

端领域 80% 以上市场份额。
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中低端市场
中国大陆企业依托规模化产能和成本优势，主
导中低端普通电子布市场，并持续向高端领域

突破。

02

国产替代加速
在供应链安全战略驱动下，国内下游企业加速
替换海外供应商，为国内企业高端产品放量提

供了绝佳机遇。

03

全球竞争格局



中国巨石
全球玻纤行业绝对龙头，电子布
产能体量全球第一，依托全产业
链布局形成极致成本优势，持续
扩张高端产能。
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宏和科技
全球超薄电子布细分领域龙头，
其 9μm超薄电子布打破日本垄断，
市占率超 30%，重点布局 AI服
务器高端产品。

02

国际复材
国内中低端电子布核心供应商，
产品广泛配套中低端覆铜板企业，
受益于全球普通电子布产能收缩，
业绩弹性持续释放。

03

菲利华
国内稀缺的 AI 专用石英布量产企
业，突破海外技术垄断，高端石
英布产品毛利率超 60%，是高端
景气周期的核心受益者。
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产能扩张与技术突破并进

国内核心企业



1

设备壁垒

高端进口织机价格高昂、交付
周期长，中小厂商难以承担大
额设备投入，产能扩张能力不
足。

2

技术壁垒

高端电子布对各项性能指标要
求严苛，技术突破难度大，需
要长期的研发迭代与工艺积累。

3

认证壁垒

下游头部客户认证周期长达 2-
3年，合作关系稳定，新进入
者难以切入核心供应链。

4

人才壁垒

高端电子布生产工艺师、精密
操作人才培养周期 1-2年，行
业专业人才稀缺，制约中小厂
商产能与品质升级。

构筑头部企业护城河

行业核心壁垒
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